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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 20-1: Handling, packing, labelling and shipping of surface-mount
devices sensitive to the combined effect of moisture and soldering heat
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fo 8 dization' conpprising
national electrotechnical committees (IEC National Committees) The gkje f G’ is™\fo pgromote
national co-operation on all questions concerning standardization in the efectrical and onicXiglds. To
end and in addition to other activities, IEC publishes International 3 e pegifications,
nical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guijdes k e o gs “IEC
lication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; an ' Htee interested
he subject dealt with may participate in this preparatory waork: e L governmental arfld non-
rnmental organizations liaising with the IEC also part|0|pate i 3 collaborates|closely
the International Organization for Standardization (ISO anditions determined by
ement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matiers S possible, an interpational
ensus of opinion on the relevant subjects since nittee has representation from all
ested IEC National Committees

Publications have the form of recom ioN3s i and are accepted by IEC National
mittees in that sense. While all reasonahle effqQrts Y t re that the technical content] of IEC
lications is accurate the way in which they are used or for any
nterpretation by any end user

rder to promote internatiopal uniformit ittees undertake to apply IEC Publ{cations
sparently to the maxim{um “extent po ir natipnal and regional publications. Any divegrgence
veen any |IEC Publication i¢ated in
latter.

provides no markiqg proce its approval and cannot be rendered responsible for any
pment decl j i ication.
isers should ehs(rg : s iti i ication.

iability shall atta , employees, servants or agents including individual expdrts and
hbers of its t and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
r damage, of any Ratiwe whatsoewvef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fe¢s) and
Enses arisingholt o pubhication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
lications

nt wn\te_the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
Epensable Texth

ntion is dre e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the supject of
nt rights\IE ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.
ational Standard IEC 60749-20-1 has been prepared by IEC technical committge 47:
anductar davicac

Semid

oTrroocrto—oTYToeoT

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62168 and IEC/PAS 62169 published in 2000.
IEC/PAS 62169 was based on a Joint (IPC/JEDEC) Industry Standard. This first edition of
IEC 60749-20-1 constitutes a technical revision.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/2010/FDIS 47/2013/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list pf all the parts in the IEC 60749 series, under the general title Semigonductor dey

Mechanical and climatic test methods, can be found on the IEC website.

The cpmmittee has decided that the contents of this publication
the mpintenance result date indicated on the IEC web site unde
the ddta related to the specific publication. At this date, the pub i

* re¢onfirmed,
e withdrawn,
* replaced by a revised edition, or

@%@

jices —

H until

gclch" in
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INTRODUCTION

The advent of surface-mount devices (SMDs) introduced a new class of quality and reli
concerns regarding package damage ‘‘cracks and delamination” from the solder

ability
reflow

process. This document describes the standardized levels of floor life exposure for
moisture/reflow-sensitive SMDs along with the handling, packing and shipping requirements
necessary to avoid moisture/reflow-related failures. IEC 60749-20 defines the classification

procedure and Annex A of this document defines the labelling requirements.

Moisture from atmospheric humidity enters permeable packaging materials by diff
Assembly processes used to solder SMDs to printed circuit boards (PCBs) expose the
package body to temperatures higher than 200 "C. During solder reflow, The combinaj
rapid moisture expansion, materials mismatch, and material interface d i
in padkage cracking and/or delamination of critical interfaces within th

phasel (VPR) and hot air rework tools. The use of assembly BSSE i ers
component body in molten solder are not recommended for

This flrst edition of IEC 60749-20-1 is based principally or
permigssion to use this standard is gratefully acknowledged.
documents from various national committees.

&

usion.
entire
ion of
result

apour
e the

nd the
puting

1 Refer to Bibliography.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 20-1: Handling, packing, labelling and shipping of surface-mount
devices sensitive to the combined effect of moisture and soldering heat

1 Scope

This ;|>art of IEC 60749 applies to all non-hermetic SMD packages whi ted to
reflow] solder processes and which are exposed to the ambient air.

The purpose of this document is to provide SMD manufacturers_angd users rdized
methqgds for handling, packing, shipping, and use of moisturg/refiQw which
have peen classified to the levels defined in IEC 60749-20. T ided to
avoid [damage from moisture absorption and exposure to ¢ S At can
result|in yield and reliability degradation. By using the ¢ nd damage-free
reflow] can be achieved, with the dry packing p widi minimum shglf life
capablfility in sealed dry-bags from the seal date.

Two fest conditions, method A and he soldering heat test of
IEC 60749-20. For method A, moisture cified on the assumptign that
moistdre content inside the moisture ba an 30 % RH. For method B,
moistlyire soaking conditions are specijfied on the\assumption that manufacturer’s exgosure
time (MET) does not exceed wnient inside the moisture barrier pag is
less than 10 % RH. 8 ent, SMDs tested by method A are
permifted to absorb moist 3 o F SA Ds tested by method B are permifted to
absorb moisture up to . i andtard _specifies the handling conditions for [SMDs
subjegted to the aiov ynditi :

NOTE [Hermetic SMDvpagka Q of-moisture Sensitive and do not require moisture precautionary handljing.

2 Nprmative

The following\referenged, do ents are indispensable for the application of this document.
For dat the edition cited applies. For undated references, the latest gdition
of the|refe

IEC 60749-20, Sermiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — P3art 20:
Resistance~of plastic-encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and solflering
heat

IEC 60749-30, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 30:

Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing

3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1
active desiccant

desiccant that is either fresh (new) or has been baked according to the manufacturer’s

recommendations to renew it to original specifications
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3.2

bar code label

a label that gives information in a code consisting of parallel bars and spaces, each of various
specific widths

NOTE For the purposes of this standard, the bar code label is on the lowest level shipping container and includes
information that describes the product, e.g., part number, quantity, lot information, supplier identification, and
moisture-sensitivity level etc.

3.3

mass reflow
reflow of a number of components with simultaneous attachment by an infrared (IR),
convegtionfR;convectiom,or vapour phase reftow (VPR process

3.4
carriT
container that directly holds components such as a tray, tube, or tape

3.5
desicfant
absorbent material used to maintain a low relative humjdi

3.6
floor |ife
allowgble time period for a moisture<sensitive de 4 no¥al from a moisture barrier
bag, qry storage or dry bake and before

3.7
humidity indicator card
HIC
card ¢n which a moi
significant, perceptible
indicafed relativ@ni

NOTE | The HIC is packed i

moisture to which the poi

ake a
en the

level of

3.8

manufacture

MET

maxir“;m i £ nents
prior ng the

bag open to split ot smaller shipments

3.9
moisture barrier bag
MBB

bag designed to restrict the transmission of water vapour and used to pack moisture-sensitive
devices

3.10

rework

the removal of a component for scrap, reuse, or failure analysis; the replacement of an
attached component; or the heating and repositioning of a previously attached component

3.11

shelf-life

maximum storage period for a dry-packed moisture-sensitive device in an unopened moisture
barrier bag (MBB) to avoid exceeding the specified interior bag ambient humidity
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3.12
surface-mount device
SMD

plastic-encapsulated surface-mount devices made with moisture-permeable materials

NOTE For the purposes of this standard, the term SMD is limited as indicated in the definition.

3.13
solder reflow

a solder attachment process in which previously applied solder or solder paste is melted to

attach a component to the printed circuit board

3.14

water|vapour transmission rate

WVTR

measuire of the permeability of plastic film or metallized plastic film B M e

4 Geeneral applicability and reliability considerations

4.1 |Assembly processes

411 Mass reflow

This qtandard applies to mass solder feflow a8% : ction, convection/IR, infrared
(IR), and vapour phase (VPR), processes. P mass solder reflow prodesses
that immerse the component bodies in n S .On—wave soldering bottom mqunted
compinents). Such processes are nof allowed W SMDs and are not covered by the
component qualifications standards usé S s document.

4.1.2 Localized heating

This gtandard alsg_apq S ive SMDs that are removed or attached singly by
local ambient h , X

4.1.3

This qtandard,qoe 2 SWMDs that are socketed and not exposed to solder reflow
tempgratures ot at risk and do not require moisture precautionary handgling.
4.1.4

This standard\doe  apply to SMDs in which only the leads are heated to reflow the golder,

e.g., hand=seldering

The heatrabsorbed by the SMD body from such operations is typically much lower th

mass
typically not needed.

4.2 Reliability

hot bar attach of gull wing leads, and through hole by wave soldering.

an for
s are

The methods set forth in this specification ensure that an adequate SMD reliability can be
achieved during and after the PCB assembly operation, when the SMDs are evaluated and
verified by IEC 60749-20 and/or by IEC 60749-30, together with environmental reliability

testing.

This specification does not address or ensure solder joint reliability of attached components.
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5 Dry packing

5.1 Requirements

Dry packing requirements for the various moisture sensitivity levels are shown in Table 1. The
levels are determined in accordance with IEC 60749-20 and/or IEC 60749-30, together with
reliability testing. As a minimum all materials used in dry packing should conform to relevant
national packaging material standards for ESD-sensitive items.

Table 1 — Dry packing requirements

Level urybd;’m MBB Desiccant MSID2 label ion label
A1 of B1 Optional Optional Optional Not required No equir |fc SSIer I at
220 C
/ %szw bther
A2 of B2 Optional Required Required Requi}ed\
B2a-B5a Required Required Required m \ \ R}qmred
B Optional Optional Optional /:{equw Required
a MSID = Moisture-sensitive identification label.
b A “Laution” label is not required if level ghd eflo temperatur ar‘/ human readable form, ¢n the
barg¢ode label attached to the lowest level skippi tain
5.2 |Drying of SMDs and i€ ri%fcr b¥¢ing sealed in MBBs

5.2.1 Drying requine

Packing of the S ifi evek A2\nto MBBs shall be carried out within one| week
under|the enviro { i O/

MET i

MBBs ' d that
the HIC indi S i ess than 30 % RH and provided that the desiccant is replaced
with ff below
30 % of the previous MBB’s openlng may be disregarded. Thus,|if the

HIC indicates( b 80 % RH when MBB is opened, the floor life is not dependent ¢n the
duratipn tinde-of MBBg opening, and is 168 h at 30 °C/70 % RH.

5.2.2 L ~Drying requirements - levels B2a to B5a

SMDs classified from Levels B2a through to B5a shall be dried (see Clause 6) prior to being
sealed in MBBs. The period between drying and sealing shall not exceed the MET less the
time allowed for distributors to open the bags and repack parts. If the supplier’s actual MET is
more than the default 24 h, then the actual time shall be used. If the distributor practice is to
repack the MBBs with active desiccant, then this time does not need to be subtracted from the
MET.

5.2.3 Drying requirements - carrier materials

The materials from which carriers (such as trays, tubes, reels, etc.) are made can affect the
moisture level when placed in the MBB. Therefore, the effect of these materials shall be
compensated for by baking or, if required, adding additional desiccant in the MBB to ensure
the shelf life of the SMDs (see 6.3).
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5.24 Drying requirements - other

Suppliers may use the drying effect of normal in-line processes such as post mould cure,
marking cure, and burn-in to reduce the bake time. An equivalency evaluation is
recommended to ensure that high-temperature processing maintains moisture weight gain to
an acceptable level. The total weight gain for the SMD at the time it is sealed in the MBB shall
not exceed the moisture gain of that SMD starting dry and then being exposed to
30 °C/60 % RH for MET h (less the time for distributors).

5.2.5 Excess time between bake and bag

If the allowable time between bake and bag is exceeded, the SMDs shall be redried in
accorlance with Clause 6.

5.3 |Dry pack

5.3.1 Description

Dry pack consists of desiccant material and a humidity indica ith the
SMDs| and their carriers inside a moisture barrier bag 3 pack
configluration is shown in Figure 1.

Humidity
indicator card

IEC 461/09

q

—Iypical dry pack configuration for moisture-sensitive
SMDs in shipping tubes

5.3.2 Materials

5.3.2.1 Moisture barrier bag (MBB)

The moisture barrier bag shall meet relevant national standard requirements for flexibility,
ESD protection, mechanical strength, and puncture resistance. The bags shall be heat
sealable. The water vapour transmission rate (WVTR) shall be <0,03 g/m2 in 24 h at 40 °C
after flex testing in accordance with relevant national standards governing flex durability of
flexible barrier materials. The WVTR is measured using relevant national standards governing
water vapour transmission rate through plastic film and sheeting using a modulated infrared
sensor.

5.3.2.2 Desiccant

The desiccant material shall comply with relevant national standards governing activated
desiccants used for the static dehumidification of packaging bags. Desiccant shall be dustless,
non-corrosive, and absorbent to amounts specified in the standard. The desiccant shall be
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packaged in moisture permeable bags. The amount of desiccant used, per moisture barrier
bag, shall be based on the bag surface area and WVTR in order to maintain an interior
relative humidity in the MBB of less than 30 % at 25 °C for SMD classification A2 and less

than 1

0 % at 25 °C for SMDs classified from Levels B2a through to B5a.

For comparison between various desiccant types, certain specifications adopted the “UNIT”
as the basic unit of measure of quantity for desiccant material. A UNIT of desiccant is defined
as the amount that will absorb a minimum of 2,85 g of water vapour at 20 % RH and 25 °C. To
meet the dry pack requirements of this standard the amount of water vapour that a UNIT of
desiccant can absorb at 10 % RH and 25 °C must be known.

When should
be us

U=(0,003x Mx WVTR x A)ID (1)
where]
U = amount of desiccant in UNITS;
M = shelf life desired in months;
WVTR =  water vapour transmission rate in g/m?2 i
A =
D = absorb at 10 % RH and 5 °C.
When|the desiccant capacity at 10 % 7 wot known, the quantity needed gan be
estimated using the following simplified eq

(2)

where
U= arrount of d€
A = tofal surface are
NOTE | If trays, tube tc., are placed in the bag without baking, additional desiccan{ will be
requirefl to absorb~the Woi
5.3.2.3
The HIC sha vith relevant national standards governing chemically impregnated
humidjity indicatorgcargs. For level A2 the HIC shall have a sensitivity value of 30 % RH|which
may He indicated by colour dots with sensitivity values of 20 % RH, 30 % RH, 40 % RH. For
SMDs| classified from Levels B2a through to B5a, as a minimum, the HIC shall have 3 folour
dots with-sensitivity—rattes—ef-5-%RH—40-%RH—-60-%RH—FExempte+HHEc—are—shewninFigure

2a and Figure 2b.
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Humidity Indicator

Read at lavender

IEC  462/09

Below[30% RH can be confirmed by comparison of a color (lavender).

Figure 2a — Example humidity indicator card for | I"A2

Lot number

9,

Manufacturer’'s
identification

Initial use: Do not put this card into a bag
if 60 % is pink

IEC 463/09

Figure — Example humidity indicator card for levels B2a to B5a

Figure 2 — Example humidity indicator cards

5.3.3 Labels

5.3.3.1 Labels - Moisture sensitive identification

Labels relevant to the dry pack process are the moisture-sensitive identification (MSID) label
and the caution label as specified in Annex A (see Figures A.2 to A.5). The MSID Ilabel shall

be affixed to the lowest-level shipping container that contains the MBB. The Caution label
shall be affixed to the outside surface of the MBB.

5.3.3.2 Labels - Level B6 requirements

Level B6 parts not shipped in MBBs shall have both an MSID label and the appropriate
caution label affixed to the lowest level shipping container.
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Level A1 and B1 parts classified for other than from 220 °C to 225 °C maximum reflow
temperature shall have a caution label with the maximum reflow temperature specified. The
caution label shall be affixed to the MBB (if used) or to the lowest-level shipping container.
The caution label will not be required if a bar code label includes the level A1 or B1
classification and maximum reflow temperature information in human readable form. Level A1
and B1 parts classified at from 220 °C to 225 °C maximum reflow temperature do not require
any moisture related labels.

5.3.4

Shelf life

The cplculated shelf life for dry packed SMDs shall be a minimum of 12
seal date, when stored in a non-condensing atmospheric environment of

6 Drying

6.1

Comppnent drying options for various moisture sensit

Drying options

exposjures of <60 % RH are given in Tables 2 and 3/Drying «. 

the fld
Table
bake

to ind

suppli
forma

24 h MET. The supplie
. time that the product may &

e bag

midity
resets
reset.
or re-
curred
k at a
shall
e left

Tahle 2 — Reference conditigns for ing moiuited or unmounted SMDs (user bgke:
f ing at time = 0 after bake)
Q ) — Level A2
S ° °
SMD pody Lev Bake at 90 °C Bake gt 40 °C
thickhess A ke at 125 9
<5 % HR <5 % HR
at ra% At limit of floor | Saturated at | At limit of floor | Saturated at || At limit of floor
€5 % life + 72 hat |30°C/85 %RH | life +72h at 30 °C/85 % life + 72 h at
Q N 30 °C/70 % RH 30 °C/70 % RH RH 30 °C/70 % RH
<1,4|mm \) 9h 7h 33 23 h 13 days 9 days
<2,0lmm 27 h 17 h 4 days 2 days 37 days 23 days
<4,5'mm 48+ 48+ 1nduyu Sduyu 9 duyu 67 dayS
BGA package 96 h As above per Not applicable As above per Not As above per
>17 mm x 17 mm package package applicable package

or any stacked die
package (See
Note 2)

thickness and
moisture level

thickness and
moisture level

thickness and
moisture level
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Table 2(b) — Levels B2a to B5a

SMD body Bake at 90 °C Bake at 40 °C
thickness Level Bake at 125 °C
<5 % HR <5 % HR
Saturated at | At limit of floor | Saturated at | At limit of floor | Saturated at | At limit of floor
30 °C/85 %RH | life + 72 hat |30 °C/85 %RH | life + 72 h at 30 °C/85 % life + 72 h at
30 °C/60 % RH 30 °C/60 % RH RH 30 °C/60 % RH
B2a 7h 5h 23 h 13 h 9 days 7 days
<1,4 mm B3 9h 7h 33 h 23 h 13 days 9 days
B4 11 h 7h 37 h 23 h /’\Qdays 9 days
B5 12 h 7h 41h 24h /N | 17 days 10 days
B5a 16 h 10 h 54 h 2%\ \2 ays 10 days
B2a 21h 16 h 3 days Rdays \ Jo20days, | 22 days
B3 27 h 17 h 4 days \2 dhs\ \S{d}ys 23 days
<2,0|mm B4 34 h 20 h 5 days < \s\de%\‘ \ 47 days 28 days
B5 40 h 25 h 6 dags 4§ays\ 57 days 35 days
B5a 48 h 40 h B(dayﬂ \e\day{) 79 days 56 days
B2a 48 h 48 h (\\Q\h{S/ \ }\deys 79 days 67 days
B3 48 h 48 h " 10 dayd( | )edays 79 days 67 days
<4,5|mm B4 48 h 48 10\a§ys /10 days 79 days 67 days
B5 10 days 79 days 67 days
B5a 10 days 79 days 67 days
BGA p4ckage 2-6 As above per Not As above per
>17 mm K 17 mm package applicable package
or any stgcked die thickness and thickness and
packagp (See moisture level moisture level
Notg 2) (\
NOTE 1 | Tables 2(a) and Z(b) Wse moulded lead frame SMDs. Users may reduce the actjual bake time if
technically justified (e.g/ a, etc.). In most cases it is applicable to other non-hermetic SMDs.
NOTE 2 | BGA packagesR17 \am , that'do not have internal planes that block the moisture diffusion path in the substrate, may
use bake fimes based onthe\thicknessimoistyre level portion of the table.

NY
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Table 3 — Default baking times used prior to dry-pack that were exposed
to conditions <60 % RH (supplier bake: MET = 24 h)

SMD body thickness Level Bake at 125 °C Bake at 150 °C
B2a 8 h 4 h
B3 16 h 8h
<1,4 mm B4 21h 10 h
B5 24 h 12 h
B5a 28 h 14 h
B2a 23 h 11 h
B3 43 h 21 h

<2,0mm B4 48 h 24 h
B5 48 h 24h
B5a 48 h ~24h

B2a 48 h 24\h

B3 48 h h
<4,5mm B4 48 h 24

B5 48 h

B5a 48 & N\ 24'h

NOTE |[The bake times specified are based on worst case copditions_a ax co Mfor a supplier and/or
distribufor. Oxidation may occur. Suppliers may reduce the actyal bake timg,iftéchnically justified (e.g., absorption/
desorpfion data, etc.). O

7 A

NFL

6.2 |Post exposure to factory ambien
6.2.1 Floor life clock

Placing SMDs, which havs 1 h,in

a dry gabinet or dry paf if the
conditions of 6.2.3 are
6.2.2| Any du@
Moistlire sensitivg % RH

for any length of
to Table 2 fo{"rebs

equately dried by high or low temperature baking accprding
ow or Table 3 for drying prior to dry pack.

6.2.3
6.2.3.1 3 nsiderations for short duration exposure

Previqusly~dry SMDs, which have been exposed only to ambient conditions not exceeding
30 °C|60% RH, may be adequately dried by room temperature desiccation using dry pack or
a dry cabinet. If dry pack is used and the total desiccant exposure is not greater than 30 min,
the original desiccant may be reused.

6.2.3.2 Moisture sensitivity levels B2 and B3

For moisture sensitivity levels B2 and B3 with floor life exposure not greater than 12 h at
30 °C/60 % RH, a minimum desiccating period of 5x the exposure time is required to dry the
SMDs enough to reset the floor life clock. This can be accomplished by dry pack according to
5.3 or a dry cabinet that is capable of maintaining not greater than 10 % RH.

NOTE For components classed as moisture-sensitive levels B2, B2a or B3, that are exposed for any time less than their
stated floor life, dry packing or placing the components in a dry cabinet that maintains not greater than 10 % RH, will
stop/pause the floor life clock. However, the cumulative floor life should meet the conditions in Table 4 and/or Table C.2. This
does not apply to level B4.
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6.2.3.3 Moisture sensitivity levels B4, B5 and B5a

For moisture sensitivity levels B5 and B5a with floor life exposure not greater than 8 h at
30 °C/60 % RH, a minimum desiccating period of 10x the exposure time is required to dry the
SMDs enough to reset the floor life clock. This can be accomplished by dry pack according to
5.3 or a dry cabinet that is capable of maintaining not greater than 5 % RH.

Once the floor life clock has been reset, refer to 7.4 for safe storage conditions.

6.3 General considerations for baking

6.3.1 —High-temperature-ecarriers

Unlesp otherwise indicated by the manufacturer, SMDs shipped in high-{
(e.g., high-temperature trays) can be baked in the carriers at 125 °C.

arriers

6.3.2 Low-temperature carriers

SMDs| shipped in low-temperature carriers (e.g., tubes, lo a | reel)
may not be baked in the carriers at any temperature hher 4 Nf a highen bake
tempgrature is required, SMDs shall be removed f serature carrigrs to
thermgally safe carriers, baked, and returned to the Ig

NOTE

NOTE }

6.3.3

Paper| and plastic contairér i , etc.,
shall pe removed fro i s and
plasti¢ tray ties shall a

6.3.4 Bakeo@ S

Bakequt times sta

6.3.5

Propef E autions should be observed, in accordance with relevant national
standard \D-8 items. This is particularly critical if SMDs are manually handled
by vaguum penrgcils underfow-humidity conditions, e.g., in a dry environment, after baking, etc.

6.3.6 Reuse of carriers

The a propriate materials specirication snouid be consulted belfore reusing carriers.

6.3.7 Solderability limitations
6.3.7.1 Oxidation risk

Baking SMDs can cause oxidation and/or intermetallic growth of the terminations, which, if
excessive, can result in solderability problems during board assembly. The temperature and
time for baking SMDs are therefore limited by solderability considerations. Unless otherwise
indicated by the supplier, the cumulative bake time at a temperature greater than 90 °C and
up to 125 °C shall not exceed 96 h. If the bake temperature is not greater than 90 °C, there is
no limit on bake time. Bake temperatures higher than 125 °C are not allowed without
consulting the supplier.
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6.3.7.2 Carrier out-gassing risk

Care should be taken to ensure that out-gassing of materials from the component carriers
does not occur to any significant extent, such that solderability might be affected.

7 Use

7.1 Floor life clock start

Upon opening the MBB, the floor life clock starts. If an MBB is opened and the SMDs will not
be used within the specified floor life, the procedures in Clause 6 should be followed.

7.2 |Incoming bag inspection

7.21 Upon receipt

g Ca " code
label.|The bags should be inspected to verify there are no holes, gouges:itea 2 res or
openings of any kind that would expose either the contepts an et layer of a multilayer
bag. If openings are found, and the humidity indicator ca i ximum humidity
has b¢en exceeded, then the parts should be baked 9 or Using the satyrated
bake {imes of Table 2.

7.2.2 Component inspection

Intact|bags may be opened for component inspex i ar the

7.3 Floor life

The flpor life of SMDs r than
those|stated in the t ) before
rebake would b essary. Ippaxti led or
placed in safe st ithi eded,
refer fo 6.2.
(\T le\d —\Moisture classification level and floor life
Nx{ \\ Floor life (out of bag) at factory ambient
\Aa\or\&\ \ })nnmited at <30 °C/85 % RH
B2 \ | 1 year at <30 °C/60 % RH
B2a 4 weeks at <30 °C/60 % RH
A2 168 h at <30 °C/70 % RH
B3 168 h at <30 °C/60 % RH
B4 72 h at <30 °C/60 % RH
B5 48 h at <30 °C/60 % RH
B5a 24 h at <30 °C/60 % RH
B6 Mandatory bake before use. After bake, shall be reflowed within the time limit
specified on the label.
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7.4 Safe storage
7.4.1 Safe storage categories
Safe storage means dry SMDs held in a controlled humidity condition such that the floor life

clock remains at zero. Acceptable safe storage conditions for SMDs classified as level B2
through B5a are listed below.

7.4.2 Dry pack

Dry packed SMDs in intact MBBs, stored in accordance with 5.3, shall have a calculated shelf
life of at least 12 months from the bag seal date shown on the caution or bar code label.

7.4.3 Dry atmosphere cabinet
7.4.3.1 Dry cabinet capability

Thesqg are storage cabinets which maintain low humidity by pugg jen at
25 °C|+ 5 °C. The cabinets must be capable of recovering to_the i ing |within
1 h frgm routine excursions such as door opening/closing.

7.4.3.p Dry cabinet at 10 % RH

SMDs| not sealed in a MBB may be placed in y y S at not
greatgr than 10 % RH. These dry cabjrets shoUN ng SMDs
in these dry cabinets should be limited 3 i 1 and
C.2. If the time limit is exceeded they re the
floor life.

7.4.3.8 Dry cabinet a

SMDs| not sealed in a at not
greatgr than 5 % RH. orage

in a MBB with u i

7.4.3.4
SMDs a MBB may be placed in a dry atmosphere c3binet,

maintai 0 %RH. Storage in these dry cabinets may be cons|dered
equivale i B/with unlimited shelf life.

7.5 Reflow

7.5.1 Reflow categories

Reflow_includes single and multi-pass assembly reflow and single component attach/removal
for rework.

7.5.2 Opened MBB

After a dry pack (MBB) has been opened, all SMDs within that bag must complete all solder
reflow processing, including rework, prior to the stated floor life, resealed in the MBB, or
stored in a dry atmosphere cabinet in accordance with 6.2. If the floor life or factory ambient
conditions are exceeded, refer to 7.6.3.

7.5.3 Reflow temperature extremes

During reflow the component body temperature shall not exceed the rated value, stated on the
caution label. The body temperature during reflow directly influences component reliability.
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NOTE 1 The component body temperature can be very different from the lead or solder ball temperature,
particularly in IR and IR/convection processes, and should be checked separately.

NOTE 2 Some hot air attach processes can require heating the component body to very high temperatures. If that
temperature exceeds the classification temperature, moisture precautions and/or time-temperature limitations
beyond the scope of this specification can be required. The supplier should be consulted.

7.5.4 Additional thermal profile parameters

During reflow, the additional thermal profile parameters stated in IEC 60749-30 should not be
exceeded. Although the body temperature during reflow is the most critical parameter, other
profile parameters such as the total exposure time to hot temperatures, and the heating rates,
may Iso influence companent rpliahility

7.5.5 Multiple reflow passes

If more than one reflow pass is used, care shall be taken to ensure(thsa i nsitive
SMDs|, mounted or unmounted, have exceeded their floor life priok to\ths 3| passg. |If any
component on the board has exceeded its floor life the board (heeds 8 ior [to the
next reflow. Annex B should be referenced for the baking of

NOTE The floor life clock is NOT reset by any reflow or rework p

NOTE 2 For cavity packages in which water can be entrapped| wa can be

an addiftional source of moisture. This can present an additional Xisks

7.5.6 Maximum reflow passes

A maximum of three reflow passes is 3 quired

for anly reason, the supplier shall be co su

7.6 |Drying indicators

7.6.1 Drying requi
Thesq are even@

safe storage.

tinued

7.6.2

7.6.2.1

Excess hu ir due
to migprocessing , missing or inadequate desiccant), mishandling (e.g., tears or fips in
the MBB), oriimproper storage.

The e HIC

should be read at 23 °C + 5 °C. The following conditions apply regardless of the storage time,
i.e., whether or not the shelf life has been exceeded.

7.6.2.2 HIC indication 1

For SMDs of class A2, if the HIC indicates that humidity inside MBB does not exceed 30 %
RH, the parts are still adequately dry.

For SMDs of classes B2a to B5a, if the 10 % RH dot is blue, the parts are still adequately dry.
The desiccant shall be replaced by active desiccant if the bag is going to be resealed.
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7.6.2.3 HIC indication 2

For SMDs of class A2, if the HIC indicates that there is a possibility of the humidity inside
MBB exceeding 30 % RH, the SMDs have been exposed to an excessive level of moisture,
and drying shall be done in accordance with Clause 6.

For SMDs of classes B2a to B5a, if the 5 % RH dot is pink and the 10 % RH dot is not blue,
the SMDs have been exposed to an excessive level of moisture, and drying shall be done in
accordance with Clause 6.

7.6.3 Floor life or ambient temperature/humidity exceeded

ambignt temperature and/or humidity conditions given in Table
component floor life shall be derated to compensate. Floor life
Annej C.

7.6.4 Level B6 SMDs

SMDs| classified as Level B6 shall be dried by bakj
speciffed on the label.

&

in the time limit



https://iecnorm.com/api/?name=bdc9fc8cc69422e446a5a5acae827b4b

- 22 - 60749-20-1 © IEC:2009

Annex A
(normative)

Symbol and labels for moisture-sensitive devices

A.1  Object

The purpose of this annex is to provide a distinctive symbol and labels to be used to identify
those devices that require special packing and handling precautions

A.2 | Symbol and labels

A.2.1 Moisture-sensitive symbol

This gymbol (see Figure A.1) indicates that devices are mojstuke hive\ to A2 gr to a
i 2 ge Figure Al4).

A.2.2 Moisture-se

This label shoulon 8| shipping container to indicate that moisture-sefsitive
devicgs are in the i
diameter. See Figyxé

QaUtiOn

o &
3 g
‘Y’Ure_Se(\‘}

IEC 465/09

Figure A.2 — MSID label (example)

A.2.3 Moisture-sensitive caution labels
A.2.3.1 Level A1 or B1

This label is required only if the classification temperature is >225 °C and shall be placed on
the lowest level shipping container to indicate classification temperature and to identify the
devices as “NOT MOISTURE SENSITIVE”. See Figure A.3.
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LEVEL

NOT MOISTURE SENSITIVE

These devices do not require special storage
conditions, provided:

1. they are maintained at conditions equal to or
less than 30 °C/85 % RH, and

A.2.32

2. they are solder reflowed at a peak body
temperature which does not exceed 225 °C.

NOTE Level and body temperature are defined
in IEC 60749-20

Figure A.3 — Information label for level

Level A2

See HKigure A.4. This label is require
follow|ng information:

the calculated shelf life in the s

the peak SMD bod
by IEC 60749-2Q;

19-20.
e the

efined
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CAUTION
This bag contains LEVEL
MOISTURE SENSITIVE A2
DEVICES
If blank, see adjacent
bar code label
1. Calculated shelf life in sealed bag : ————— months at <40 °C and <90 %
relative humidity (RH). If blank, shelf life is 12 months.

2. Peak package body temperature : °C

TTblank, see peak tlemperature of IEC 60749-20.

3. After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder or
other high temperature process must be:
a) mounted within : 168 hours of factory conditions <30 °C/70 % (
b) stored at <30 % RH.

4. Devices require bake, before mounting, if :
a) Humidity indicator card is >30 % when read at 25 °C+ 5%C ;
b) 3a or 3b not met.

5. If baking is required, devices may be baked on
of IEC 60749-20-1.

NOTE Level and body temperature defgw\%

IEC 467/09

bel for level A2 (example)

A.2.313

The moisture-sensgitive sed for levels B2, B2a, B3, B4, B5, and B5a as
defingdd by IEC - is label is required on the moisture barrigr bag
and wijll provide thefo

e sealed bag;

perature (top surface) used for device classification as defined by
IE

o thefloor life of the device at 30 °C/60 % RH as defined by IEC 60749-20;

the bag seal date utilizing “MMDDYY”, “YYWW?” or equivalent format.

An acceptable alternative will be to provide the above information on the adjacent bar code
label.


https://iecnorm.com/api/?name=bdc9fc8cc69422e446a5a5acae827b4b

60749-20-1 © IEC:2009 - 25—

CAUTION

This bag contains LEVEL

MOISTURE SENSITIVE
DEVICES

If blank, see adjacent
bar code label

1. Calculated shelf life in sealed bag : 12 months at <40 °C and <90 %
relative humidity (RH).

2. Peak package body temperature : °C.

H-btarkseeadacentbar-codetabet:

3. After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder or
other high temperature process must be:

a) mounted within : hours of factory
If blank, see adjacent bar code label

conditions <30 °C/60 % RH, or
b) stored at <10 % RH.

4. Devices require bake, before mounting, if :
a) Humidity indicator card is >10 % when read at 23
b) 3a or 3b not met.

NOTE If device containers cannot be subjected\ohi K e or shorter
bake times are de5|r d, xeferenee Qf bake prgcedure.

Bag seal date :
If blank, see adjacenfar code\abel

NOTE Level and body temp ratur%ne

ion label for levels B2-B5a (example)

IEC 468/09

ied as “EXTREMELY MOISTURE SENSITIVE”| See
on the moisture barrier bag and/or the lowest level shjpping

ocify the peak SMD body temperature at which the device was
formation is not provided on the caution label, then it must|be on

B6,as defined by IEC 60749-20, does not require that devices be shipped in a
moistyre-barrier bag with deS|ccant etc. (dry- pack) since these devices reqU|re baklng by the
! 3 S oisture-
senS|t|ve deV|ces and therefore are recommended to be used W|th Ievel BG deV|ce sh|pments
It is also recommended that these bags be sealed even though desiccant and humidity
indicator cards (HIC) may not be inside the bags.
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CAUTION LEVEL
EXTREMELY B6
MOISTURE SENSITIVE

Peak package body temperature : °C.

If blank, see adjacent bar code label.

1. Must be baked before mounting for 48 hours at 125 °C £ 5 °C in high

A.2.3,

Labels

A.2.3,

The M
normg

5

6

b are recommended joN\be a mini

temperature device containers
NOTE If device containers cannot be subjected to high temperature or
if shorter bake times are desired, reference IEC 60749-30

for bake procedure.

2. After baking devices must be mounted within 6 hours at fact
conditions of <30 °C/60 % RH.

NOTE Level and body temperature defined by IEC 9-

VAN

\15( 469/09

on label QI el B6 (example)

Figure A.6 — Moisture-sensitiwe

Label size

Label colo

asting colours. These labels shall be legible to

SID and i _ :
| vision at ist . Qchiromatic reproduction in any colour that contrasts

ere’the choice of colour is arbitrary, it is suggested that

e’blue (Pantone #297C) with a black symbol and letfers;

nd be white with a blue (Process blue) symbol and lettgrs.
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B.1

B.1.1

Annex B
(informative)

Board rework

Component removal, rework and remount

Removal precautions

If a component is to be removed from the board, it is recommended that lesalized heafing is

prior {

top c

toam

B.1.2

Failure to follow the requirements of B.1 may cause(mo st hinder
or completely prevent the determination of the o

B.1.3 Removal and remount

Remopjal and reinstallation or replcement in
accor@lance with national standards gqver boards
and elgctronic assembilies.

to firdt bake the printed . The
guidelines of Table 2 ifying a
bake ¢ycle the hge of
components an gnd an
appro national standards governing the rework of eletronic
assem hall not have exceeded their specified flogr life.
Locali recommended, so that the entire board is not re-
subjed

NOTE bourimg SMDs above the melting point of the solder being used may causg some
solder joi hich may result in a potential solder joint reliability concern

B.2

Some| SNIDs and board materials are not able to Withstand long duration bakes at >1 ?5 °C.
Examy = , and

some organic LEDs that have maX|mum temperatures of around 70 °C. Battenes and
electrolytic capacitors are also temperature sensitive. With component and board temperature
restrictions in mind, choose a bake temperature from Table 2; then determine the appropriate
bake duration based on the component to be removed.

NOTE For additional considerations, see national standards governing rework, repair and modification of printed

boards

and electronic assemblies.
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Annex C
(informative)

Derating due to factory environmental conditions

Factory floor life exposures for SMDs removed from the dry bags will be a function of the
ambient environmental conditions. A safe, yet conservative, handling approach is to expose
the SMDs only up to the maximum time limits for each moisture sensitivity level as shown in
Table 4. This approach, however, does not work if the factory humidity or temperature is

ond on a Q.° 50 % RH. A a

greate addressing this problem is
to de onent
packaging materials (see IEC 60749-39). Recommended equivalent tofa i sures
can b igal plastic
thickn miidities
rangi ~ [These
tables| are applicable to SMDs moulded with Novolac, biphenykor ifuncti e mould
compounds. The following assumptions were used in calculating ‘
1 Ag
2 Fo

Ov
3 Far>70 % RH (for level A2) or 60 ¢

1,320 e 0.35eV/KT mm2.5=1 (this use

Table C.1 — Recommended equivale g 5 °C,

(@GN
loonLife aft eni Whose inner atmosphere is 30 % RH
(Fhe values in payenthesis are floor life afteropening MBBs whose inner atmosphere is 10 % RH)

SMDjtype and body ¢ Moi sensitini . . . Tempegrature
thickness leVel Iy\/ Maximum percent relative humidity o

5% (10 %[20 %30 %|40 %[50 %[60 %[70 %80 %90 %

7 6 5 5 4 3
B°dyt”°k”es.s>3’1\”"l\ \> T LT LT T 1(62)[(43)[(34)[(29) ] (5) | (4) °
5 | 4

incl ing\ 9 8 7 7
PQFPg >8 s,\ e lan |Gy |@3)|En| @) | 5)

PLICCs

11 (10| 9 8 | 6 5
All MQ oo o | oo | oo b
(97)|(67)[(54)|(46)| (8) | (7) °
All|BGAs.=t"mm - o | | o [ 141201111118 6 20
(122)(85)|(68) [(58)|(11)]| (9)
Blody(2,1 mm 11 7 6 5 3 2 5
kL Hlickress b C 12 1 l@aaylealazyldayl 3y [ (2)
<3,1 mm including - JO U B B 9 7 7 3 2 30
PLC(isEB(gezctgngular) Level A2 (42)(27)|(21)[(18)| (4) | (3)
-32 pins 17 | 11 9 8 4 3
SOICs (wide body) > 1= 27 2]6e]en]e2)] 6) | @) 25
SOICs > 20 pins,
PQFPSS " 80pl'ns - - - - 22 |14 |12 | 11 6 4 20
= o0 pins (66)](43)|(34)[(28)| (7) | (5)
8 5 (05|05
i oo oo oo oo oo o ; ’ 35
BOdy thlﬁ]kcr;sslsn; 2,1 mm AN @) | (1) (0,5)
SOICs <18 pins oo oo | oo | e | e | oo (]2) (g) (1) (8‘2) 30
All TQFPs, TSOPs :
or oo oo oo [} oo [ 13 8 1 0,5 25
all BGAs < 1 mm body ania2)) ) | ()
thickness oo o | oo | oo | e | e | N7 | 1 1 20

(22)[(15)] (2) | (1)

NOTE < represents indefinite exposure time allowed at conditions specified.



https://iecnorm.com/api/?name=bdc9fc8cc69422e446a5a5acae827b4b

60749-20-1 © IEC:2009

- 29—

Table C.2 — Recommended equivalent total floor life (days) for levels B2a to B5a at
20 °C, 25 °C, 30 °C and 35 °C for ICs with Novolac, biphenyl and multifunctional epoxies
(reflow at same temperature at which component was classified)

Floor life
SMD ty.pe and body M.o.is.ture Maximum percent relative humidity Tempoerature
thickness sensitivity level C
5% |10 %|20 %30 %|40 % |50 %|60 % |70 %|80 % |90 %
o ~ | 94 | 44322616 7 [ 5 [ 4 35
Level B2a o ~ [124] 60 [ 41 [ 33|28 10] 7 [ & 30
o ~ [167 ] 78 | 53 [ 42 [ 36 [ 14| 10 | 8 25
) %) 231 1103 | 69 57 47 19 13 10 20
o -~ | 8] 7666 ] 4313 5
oo ~ [10] 98] 7 71574 0
Bod) thickness | "°Ve! B3 o | - |13 ] 11109 |9 | 7YX6-]5 35
33,1 mm oo ~ |17 [ 1413 [ 12 ] 12 AN | & |\ 20
ipcluding oo 3 [ 33222 2Y\1 1 N35
PQFPs >84 pins, o 5 4 443 [~3 R \3\[2]% 0
PLCEs (square) Level B4
Al MORP o 6 | 5] 5[5 ] 5< 48 Hh3\ 3 25
or s o 8 | 7 | 7 |7 6 | 2\ [ 20
Al BoAS 51 o 2 | 21212 1IN\ 1 N | 1 5
S z21 mm
o 4 | 3 [ 3 | 2> | X 1/] 1 0
Level BS = | 515 4/ 4 9 ta ]l 222 15
o 7 [ 7 1 d [/ 54 3 3] 3 20
o 1 1 \/—\“1\\" );/ / /,\1\ 15 N 1 5
o 2 [ Al 1 1 1 1 1 0
Level B5a °o< \S\ <2 N Q’ 2 \2} ‘\2/ 1 1 1 35
oo 5N A | ANl 3 V2] 22 2 20
o e | e o N\ 58 22 | 3 2 1 5
oo [[ oo [ o[B8 [39]28] 4 [ 3 |2 0
Level B2a o | A e NN 148 51 [37 | 6 | 4 | 3 25
<o Y o NV | N[ | 6949 8 [ 5 [ 4 20
\( o NN N2\ 1 7 [ 6 [ 5] 2 ]2 1 5
LevdlNg3 < N 19 [f2 [ 90 [ 8 [ 7 [3[2]2 0
Bogly 2,1 mm \ o N 2515 [ 1210 9 [ 5 [ 3] 3 35
< fhickness A Nee N32 [19 [ 151312 7 | 5] 4 20
<3,1 hm including< N5V 4 | 3 3 2 2111 5
PLCCH (rectangular) \ \7 5 4 4 3 3 2 2 1 0
18-32 pins Leve N9 [ 7 [ 55 [ 44322 15
S0ICs (wide body) }/\ =y |11 ]9 |7 665433 20
SOIQs = 20 pins, —Z [ 3 |2 2 2 2 1111 5
PQFPs < 80 pi NevekBs oo 4 | 3] 3] 21212 1 1 1 0
o 5 4] 3333271 1 35
N o 6 | 5[ 5[ 4[4 [4[3[3]2 20
o 1 1 1 1 1 1 1 ]05]05 5
o 2 [ 1 1 1 1 1 1 ]05]05 0
Lekel BSa =~ |22 2222 111 15
oo 3|2l 2]2]2]2]27]2 1 20
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Table C.2 (continued)
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Floor life
SMD ty_pe and body | Moisture sensitivity Maximum percent relative humidity Tempoerature
thickness level C
5% [10 %[20 %30 %40 %50 %[60 %[70 %(80 %(90 %

oo o | oo | o0 | o | o |17 1 ]05]|05 35
oo o | 0o | 0o | oo | o |28 ] 1 1 1 30
Level B2a — T T = = = =2 1 1 25
oo o | oo | o | o | 8|5 | 11]05]05 35
L Do oo o | oo | oo | o |11 ] 7 |1 1 1 30
Body thickness <2,1 mm © [ 2l ol e ® ;g 12 2(/';\ : : g

including (2l == .
SQICs <18 pins © | o e |7 14182 0510, 5
All TQFPs, TSOPs | | evel B4 o || ]9 15 ][4]3 K1 |URA 0
or o | o | [12] 7 ][5 A N2 DN N 25
all BGAs <1 mm body o | o | o [17] 9 | 7.0 8] %2 K2I\d 20
thickness o | | 7 |3 |2 <§\ \1\ 08, Oi/ 5
o |« | 13| 5 | 3. 2 NC\ 1 0
Level BS ~ | = | 18] 6 |74 T3\ 5.2 [N | 1 25
o | o |26 8 ] B] 5NHAN®R ] 2] 1 %0
o |72 )1 x4y \1 [ ¥5]05 5
o [10] 3/ 21 NI T[> [ 1]o05 0
Level BSa w 1315\ 3 V2 K] 2V [1 ] 1 35
-~ |18l 86V4/ N2 2211 %0

o et
NOTE| « represents indefinite exposure tlmerN&ondl ns s\;qam d. )\/

9,

N

®®
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 20-1: Manipulation, emballage, étiquetage et transport
des composants pour montage en surface sensibles a I'effet
combiné de I'humidité et de la chaleur de brasage

AVANT-PROPOS

1) La |Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisatigh lisation
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gude hns les
donjaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entreautres\a 5 ¢ Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports technjg o] i ')Ies au
pubjic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de 4a CEW). P a des
conjités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa er. Les
orggnisations internationales, gouvernementales et non gouvg , pafticipent
égajement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'@rganisation ion (1SO),
seldqn des conditions fixées par accord entre les deux organisations

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEl & mesure
du possible, un accord international sur le bressés
sonf représentés dans chaque comité d’étud

3) Les|publications CEIl se présentent sous la foxme ggréées

comme telles par les Comités nationaux de/la CEIl. Tousg lég effokts raisonnables sont entrepris afin qug la CEl
s'agsure de I'exactitude du contenu technique dgses publications) la CEl ne peut pas étre tenue resppnsable
de l[éventuelle mauvaise utilisation ou interp état en est faife par un quelconque utilisateur final.

4) Darls le but d'encourager I' i exte mites nationaux de la CEIl s'engagent, dans joute la

megure possible, a app parente les Publications de la CEl dans leurs publications
natipnales et régionales. d e\ toute_Pdblication de la CEIl et toute publication natiopale ou

régionale correspondante do indique es clairs dans cette derniére.
5) La |CEI n’a pr@; ¢ guage valant indication d’approbation et n’engage pas sa
S N N .

responsabilité po

6) Tous les utilisateurs sont en possession de la derniére édition de cette publicatign.

7) Aud s_imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliajres ou
ma ires, i3 rts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nati t dice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tofit autre

es frais
| ou de

cations

nt faire
e pour

La Norme internationale CElI 60749-20-1 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs @ semiconducteurs.

Cette norme annule et remplace les CEI/PAS 62168 et 62169 publiées en 2000. La CEI/PAS
62169 était fondée sur une norme industrielle sous double logo (IPC/JEDEC). Cette premiére
édition comme norme CEI constitue une révision technique.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47/2010/FDIS 47/2013/RVD

60749-20-1 © CEI:2009

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une |

site web de la CEl

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne seraya
maint¢nance indiquée sur le site web de la CEl sous "ht
données liées a la publication spécifique. A cette date, la publica

* reg¢onduite,

* supprimée,
* remmplacée par une édition révisée, ou

@@

° a

ste de toutes les parties de la série CEI 60749, dont le titre généra
semicpnducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques, peut. €

est Dispog

itifs a
sur le

hte de
s les
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INTRODUCTION

L’arrivée des composants pour montage en surface (CMS) a introduit une nouvelle classe de
qualité mais suscite des préoccupations dans le domaine de la fiabilité quant aux dommages
subis par les boitiers, comme les “fissures et les délaminages” causés par le procédé de
brasage par refusion. Le présent document décrit les niveaux normalisés d’exposition a un
environnement non protégé pour les CMS sensibles a I'humidité/la refusion ainsi que les
exigences de manipulation, d’emballage et de transport nécessaires pour éviter les
défaillances liees a [I'humidité/la refusion. La CEI 60749-20 définit la procédure de
classification et ’Annexe A du présent document définit les exigences d’étiquetage.

L’hum(idité d origine aimosphérique pénéfre par diffusion dans les maiériaux d embjallage

rfaces

n, par

osant
dans

sur le
ement
nt de

La pn

appré
différe

nts comités nationaux. %

1 Voir la bibliographie.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 20-1: Manipulation, emballage, étiquetage et transport
des composants pour montage en surface sensibles a I'effet
combiné de I'humidité et de la chaleur de brasage

i sont

athodes
sibles
. Ces

dation
et ne
bt une
hte de

‘elssai a
rption
dité a
B, les
elle le
temps 24 h et
la ten q ; ‘ = d’'HR.
Dans i efme i i : i i is & thode
A abs i p 10 %
d’HR. 2 cifi is aux

NOTE g bajtie 3 i i a I idité ‘exi rise de
précaufi \ idi

2 Rgférences-normatives

Les doeuments de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les references datées, seule l'edition citée s'applique. Pour les references
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60749-20, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
— Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I'effet combiné de I'humidité et de la
chaleur de soudage

CEI 60749-30, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
— Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage en surface non hermétiques
avant les essais de fiabilité
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1

dessiccant actif

dessiccant qui est frais (neuf) ou qui a subi un étuvage selon les recommandations du
fabricant pour le renouveler et retrouver ses spécifications d’origine

3.2

étiquette a code-barres
étiqudtte fournissant des informations sous la forme d'un code constitué de barres et
d’espaces paralléles, chacun de largeur spécifique différente

NOTE |Dans le cadre de la présente norme, I'étiquette a code-barres est placée s tion du
niveau [le plus bas et comprend des mformatlons qui décrivent le produit, par exe ple EfONE \ bantite,
informdtions de lot, identification des fournisseurs et niveau de sensibilité a I'hdm

3.3
refusion en masse

refusipn d’un certain nombre de composants avec dr un procégdé de

refusipn a infrarouge (IR), par convection/IR, par convection ou g vapeur (VPR)

3.4

suppIn

contemeur qui maintient directement les ¢omposa X e un plateau, un tube, Qqu une

banddg et une bobine

3.5
dessitcant
matér|au absorbant uti

b i
stockpge en env

¢ humidité relative

laps de temps admj S ehtre le moment ou un dispositif sensible a I'humidité
est regiré d'un sa¢ éta e, sort d’'un stockage a sec ou d’un étuvage de séchage
et le moment ou i i océdéde brasage par refusion

3.7

carte [indi

HIC (Humia

carte |sur laquelte_un prodwt chimique sensible a I'humidité est appliqué de sorte qu'une
variatlon significative’et perceptible de couleur (teinte) se produit, allant généralement du bleu
(sec) auirose (humide), lorsque I'humidité relative indiquée est dépassée

NOTE La HIC est placée a lintérieur du sac étanche a I'humidité, avec un dessiccant, pour permettre de
déterminer le niveau d’humidité auquel ont été soumis les dispositifs sensibles a 'humidité.

3.8

temps d’exposition du fabricant

MET (Manufacturer’s Exposure Time)

temps maximal aprés étuvage dont le fabricant de composants a besoin pour traiter les
composants avant de sceller le sac; ce laps de temps inclut aussi le délai maximal autorisé
pendant lequel le distributeur peut laisser le sac ouvert pour constituer des lots d’expédition
de plus petite taille
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3.9

sac étanche a I’humidité

MBB (Moisture Barrier Bag)

sac congu pour restreindre la transmission de vapeur d’eau et utilisé pour emballer des
dispositifs sensibles a I’humidité

3.10

reprise

retrait d’'un composant en vue d’'une mise au rebut, d’une réutilisation ou d’'une analyse des
défaillances; remplacement d’'un composant fixé ou chauffage et repositionnement d’un
composant précédemment fixé

3.1
durée|l de stockage

durée|de stockage maximale pour un composant sensible a ’humidi
dessigcant dans un sac non ouvert, étanche a I’humidité (MBB) a
valeu de 'humidité ambiante intérieure spécifiée du sac

avec
ser la

3.12
comppsant pour montage en surface
CMSs
dispogitifs pour montage en surface sous boitiers ¢
permdables a I'humidité

¢ dans des matgriaux

NOTE |[Pour les besoins de la présente norme, le\te § lans la
définitign.
3.13
brasage par refusion

procégé de fixation par brasa
appliquée est fondue pour fi

nment

3.14
coeffi

mesufle de la pepmé 3 1! stique

4.1
411 Refusion eh masse
La présente-rorme—s-apphaue—a+assemblageparbrasagepartefusionenmasse—utitsant les

procédés par convection, par convection/IR, a infrarouge (IR) et en phase vapeur (VPR). Elle
ne s’applique pas aux procédés de brasage par refusion en masse qui immergent les corps
des composants dans une brasure fondue (par exemple composants montés sur face
inférieure par brasage a la vague). De tels procédés ne sont pas autorisés pour de nombreux
CMS et ne sont pas couverts par les normes de qualification de composants utilisées comme
base pour le présent document.

4.1.2 Chauffage localisé

La présente norme s’applique également aux CMS sensibles a I’humidité qui sont retirés ou
fixés individuellement par un chauffage ambiant local, c’est-a-dire, “‘une reprise a I'air chaud.”
Voir I'Annexe B.
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Composants sur support

41 -

La présente norme ne s’applique pas aux CMS sur support qui ne sont pas exposés a des
températures de brasage par refusion. De tels CMS ne courent pas de risques et n’exigent
donc pas de précautions particuliéres contre I’humidité.

41.4

Brasage point-par-point

La présente norme ne s’applique pas aux CMS dans lesquels seuls les fils sont chauffés pour
faire refondre la brasure, par exemple brasage a la main, fixation par élément chauffant de
sorties en aile de mouette et trous traversants par brasage a la vague. La chaleur absorbée
par le corps des CMS a la suite de telles opérations est généralement bien plus faible que

pour la refusion en masse pour montage en surface ou pour la reprise
mesules préventives contre 'humidité ne sont généralement pas nécessa

4.2

Les méthodes énoncées dans cette spécification garantissent’qu

CMS
CMS $

Fiabilité

essaig de fiabilité d’environnement.

La prgsente specmcatlon ne traite pas la que tion

5 Emballage avec dessiccant

5.1 Exigences

air chaud;

bt des

jée du

e les
ar des

35 des

Les ¢xigences d’emb lité a
I’humidité sont indiqué it a la
CEI 60749-20 et/ um, il
convignt que to prmes
aux nprmes natio S aux
DES.
. S a . Etiquette . s . X
Nivda x Dessiccant MSIDa Etiquette d’avertissem¢nt
A1 ol B1 cultat Facultatif Facultatif Pas exigée Pas exigée si classée entre
220 °C et 225 °C
Exigéeb si classée a une vpleur
hors de la plage de 220 °C a
A2 ou B2 Facultatif Exigé Exigé Exigée Exigée
B2a-B5a Exigé Exigé Exigé Exigée Exigée
B6 Facultatif Facultatif Facultatif Exigée Exigée

a MSID = Etiquette d’identification de la sensibilité a ’humidité (Moisture-Sensitive Identification label)

b Une étiquette d’”’Avertissement” n’est pas exigée si le niveau et la température de refusion sont donnés, sous
une forme lisible par une personne, sur I'étiquette a code-barres fixée sur le conteneur d’expédition du niveau

le plus bas.
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5.2 Séchage des CMS et des matériaux supports avant d’étre scellés dans des sacs
étanches a I’humidité

5.2.1 Exigences de séchage — niveau A2

L’'emballage dans des MBB des CMS classés en niveau A2 doit étre réalisé sous une semaine
dans des conditions environnementales en-dessous de 30 °C et de 60 % d’humidité relative
aprés moulage, vieillissement artificiel a chaud ou étuvage.

Le MET n’est pas spécifié pour les CMS de niveau A2.

: de ne
pas tegni \ valeur
inférigure a 30 % d’HR. Ainsi, si la HIS indique une valeur inférieufe ¢ { Hue le
MBB ¢st ouvert, la durée d’exposition a un environnement non proté 806 C de la
durée|pendant laquelle le MBB reste ouvert et elle est de 168 R(2

5.2.2 Exigences de séchage — niveaux B2a a B5a

, d’étre
scellég dans les MBB. Le laps de temps qui s’écoule ent g e doit
pas dgpasser le temps d’exposition d fabrica g€ aux

distributeurs pour ouvrir les sacs et reemballg ur est
supér balle
les M a étre

déduit
5.2.3

Les n sypports (tels que plateaux, tubes, bopines,
etc.) z arsqu’ils sont placés dans les MBB. De ce fait,
I'effet atérim i nsé/par un étuvage ou, si nécessaire, par l'ajout de
dessig i a ~ A{BB>pour assurer le temps de stockage des CM$ (voir
6.3).

haine
ement
e est
ain de
pment
‘il est
ins le

temps accordé aux d|str|buteurs).

5.2.5 Temps excessif entre I’étuvage et I’ensachage

Si le délai autorisé entre I’étuvage et I’ensachage est dépassé, les CMS doivent étre reséchés
conformément a I'Article 6.

5.3 Emballage avec dessiccant
5.3.1 Description

L’emballage avec dessiccant consiste a placer un matériau dessiccant et une HIC avec les
CMS et leurs supports a I'intérieur d’un sac étanche a 'humidité (MBB) qui est ensuite scellé.
Une configuration représentative d’'un emballage avec dessiccant est illustrée a la Figure 1.


https://iecnorm.com/api/?name=bdc9fc8cc69422e446a5a5acae827b4b

60749-20-1 © CEI:2009 - 43 -

Sac étanche
a '’humidité

Sachets de
dessiccant

Carte indicatrice
d’humidité

Capuchon
en mousse

Figurp 1 — Configuration typique d’emballage avec des it CMS sensibles a

5.3.2 Matériaux

5.3.2.1 Sac étanche a '’humidité(MBB

Le sac étanche a I'humidité doit sati 3 es exigences des normes natignales
applicebles concernant la souplesse, la es DES, la résistance mécaniue et
la régistance a la perforation. Les skg vent\étre/thermoscellables. Le coefficignt de
transmission de la vape doit Jétre X 0,03 g/m2 en 24 h a 40 °C apres les
essaig de flexion, conf 2s nationales applicables qui régissent la durjabilité
a la flexion des matéria 2 ieres —+e WVTR est mesuré en utilisant les nprmes

nationales applicables xégissay de transmission de la vapeur d’eau a travers un
film ol une feuil iq

5.3.2.p
Le matériau dessi e conforme aux normes nationales applicables régissgnt les
dessigcants ‘activesautisés\potr la déshumidification statique des sacs d’emballage. Le

dessigcant doit étke_exemypt de poussiéres, non corrosif et absorbant a des niveaux spégcifiés
dans |a n Nhedessiceant doit étre emballé dans des sacs perméables a 'humidité. La
quantité de dessiccant utilisée, par sac étanche a I’humidité, doit étre fondée sur la sprface
du sac et lexWWR pour maintenir une humidité relative intérieure dans le MBB qui soit
inférigure (@y30 % a 25 °C pour les CMS de classe A2 et inférieure a 10 % a 25 °C pdur les
CMS des niveaux B2a a B5a.

Pour permettre une comparaison entre différents types de dessiccants, certaines
spécifications ont adopté I"*UNITE” comme unité de mesure de base de quantité pour les
matériaux dessiccants. Une UNITE de dessiccant est définie comme la quantité qui absorbera
un minimum de 2,85 g de vapeur d’eau a 20 % d’HR et 25 °C. Pour satisfaire aux exigences
des emballages avec dessiccant de cette norme, il faut connaitre la quantité de vapeur d’eau
qu’une UNITE de dessiccant peut absorber @ 10 % d’HR et 25 °C.

Lorsque la capacité du dessiccant a 10 % d’'HR et 25 °C est connue, il convient d’utiliser
I’équation suivante.

U=(0,003x Mx WVTR x A)ID (1)

ou
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quantité de dessiccant en UNITES;

temps de stockage souhaité en mois;

coefficient de transmission de la vapeur d’eau en g/m2 en 24 h;
surface totale du MBB en m?;

quantité d’eau en grammes, qu’une UNITE de dessiccant absorbe a 10 % d’HR et
25 °C.

Lorsque la capacité du dessiccant a 10 % d’'HR et 25 °C n’est pas connue, la quantité
nécessaire peut étre estimée en utilisant I’équation simplifiée suivante:

ou
U
A

NOTE
étuvage,

5.3.2.

La HI
d’hum
sensil]
de se
B2a 3
de 59
2a et

En deq

B

Pb.

quantité de dessiccant en UNITES;
surface totale du sac étanche a I'humidité (MBB) en m2.

Si des plateaux, des tubes, des bobines, des capuchons de mousse) etc,, sOR 3
un dessiccant supplémentaire est exigé pour absorber I’humidifé¢ contehueXtans leu

sous.de 30 %, I'HR peut étre confirmée par comparaison d'une couleur (lavande).

U=8xA (2)

ns le sgc sans
3 matériaux.

Carte indicatrice d’humidité (HIC)

C doit étre conforme aux normes nationale trices
idité imprégnées chimiquement : ur de
ilité de 30 % d’HR qu’il est adni e S aleurs
nsibilité de 20 % d’HR, de 30 % d'NR, ‘ ' veaux
B5a au minimum, la HIC doit aveoir 3 pointssde Sibilité
b dHR, de 10 % d’HR, de 60 % gures

Lecture sur pastille lavande

IEC  462/09

Figure 2a — Exemple de carte indicatrice d’humidité pour niveau A2


https://iecnorm.com/api/?name=bdc9fc8cc69422e446a5a5acae827b4b

60749-20-1 © CEI:2009 - 45—

INDICATEUR D’HUMIDITE
Conforme a la CEI 60749-20-1

PIECES

de NIVEAU B2
- 60%
Etuver les piéces

si le cercle 60 %
N’est PAS bleu

Numéro
de lot

PIECES
de NIVEAU 10 %
B2A-B5A

Etuver les piéces

si le cercle 10 %

N’'est PAS bleu 5%
et que le cercle

5 % est rose

Identification
du fapricant

Utilisation initiale: Ne pas placer cette carte
dans un sac si le cercle 60 % est rose

Fligure 2b — Exemple de carte indicatrice d’humidité es niveaux B2a a B5a
Figure 2 — Exemple

5.3.3 Etiquettes
5.3.3.1

Les d4tiquettes applicablgs s ¢ t aux
étiqudttes d’identification de Ia sen3|b" 3\ € vidité (MSID) et d’avertissement, comme
spécifié dans ’Annexe 2.4 A.5). L’étiquette MSID doit étre apposg¢e sur
le conteneur d’ 2 le plus bas qui contient le MBB. L’étifuette
d’aveltissementd

5.3.3.2

Les piéces demives S 5dié i a |a fois
une %I ; eneur
d’expedii

5.3.3.38

Les pieces de niveau A1 et B1 classées pour des températures autres que des températures
maxinmales de rerS|on de 220 °C a 225 C d0|vent comporter une ethuette d’avertissement
avec te—tempe redmate—de—refuston—specifice——étquette—d-avertissemen t étre
apposée sur le MBB (le cas échéant) ou sur le conteneur d exped|t|on du niveau le plus bas.
L’étiquette d’avertissement ne sera pas exigée si une étiquette a code-barres comprend la
classification de niveau A1 ou B1 et les informations de température maximale de refusion
sous forme lisible par une personne. Les piéces de niveau A1 et B1 classées a des
températures de refusion maximales comprises entre 220 °C et 225 °C n’exigent aucune
étiquette liée a 'humidité.

5.3.4 Durée de stockage

La durée de stockage calculée pour des CMS sous emballage avec dessiccant doit étre au
moins de 12 mois a partir de la date de scellement du sac, lorsqu’il est stocké dans un
environnement atmosphérique sans condensation < 40 °C/90 % d’HR.
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Les options de séchage des composants pour différents niveaux de sensibilité a 'humidité et
différentes expositions a 'humidité ambiante a <60 % d’HR sont données dans les Tableaux
2 et 3. Le séchage, lorsqu’il utilise une option admissible, réinitialise le décompte du temps de
stockage en environnement non protégé. En cas de séchage et de scellement dans un MBB
avec du dessiccant frais, le temps de stockage est réinitialisé. Les Tableaux 2 et 3 donnent
les conditions de référence pour le séchage des CMS. Le Tableau 2 donne des conditions

pour un nouvel étuvage des CMS sur le site de l'utilisateur, aprés expiration du temps de
stock i ToT= : iti i iti indiquer
I’expopition excessive a I’humidité. Le Tableau 3 donne les conditions pourétuvage|avant
emballage avec dessiccant chez un fournisseur et/ou un distributeur| et préyeit_un total
maximal de 24 h de MET. Le fournisseur doit formellement communriqu istributeur le
temps maximal pendant lequel le produit peut étre laissé non sgél ibuteur)
avant|la nécessité d’'un nouvel étuvage.
Tableau 2 — Conditions de référence pour le sé
ou non montés (étuvage utilisateur: le décomp
en environnement non protégé dém
Tableau 2(a) —(N'\ a /\
| | ) o
Epaisspur du Ni- Etdvagea 90~C Etuvagg a 40 °C
corps de CMS | veau Etuvage a 125
A2 < <5 % HR
Saturé a A la limite Saturé a A la limite du Saturé a A la limite du
30 °C/85.% H stockage en 30"°C/85 %HR stockage en 30 °C/85 % stockage en
irongement ) environnement HR environnement
non“protégé non protégé non protégé
+ 72h +72ha +72ha
[\ 302C/70 30 °C/70 % HR 30 °C/70 % HR
<1,4|mm L Q\h/\ \N 33 23 h 13 jours 9 jours
<2,0lmm < %7 h < }Y\h\/ 4 jours 2 jours 37 jours 23 jours
< 4,5/mm (\@ﬁ\ \/\\4{3/t> 10 jours 8 jours 79 jours 67 jours
Boitier BGA > 17 96 h Comme ci-dessus Non Comme ci-dessus Non Comme ci-
mm x 171 mm ou paisseur de applicable par épaisseur de applicable dessus par
tout bditier a boitier et niveau boitier et niveau épaisseur de
puces enpilées d’humidité d’humidité boitier et niveau
d’humidité

(voir n|

bte /'2')'\

9/

N
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Tableau 2(b) — Niveaux B2a a B5a

Epaisseur du

Etuvage a 90 °C

Etuvage a 40 °C

Ni- R
corps de CMS Etuvage a 125 °C
P veau <5 % HR <5 % HR
Saturé a A la limite du Saturé a A la limite du Saturé a A la limite du
30 °C/85 %HR stockage en 30 °C/85 % H stockage en 30 °C/85 % stockage en
environnement R environnement HR environnement
non protégé non protégé non protégé
+72ha +72ha +72ha
30 °C/60 % HR 30 °C/60 % HR 30 °C/60 % HR
B2a 7h 5h 23 h 13 h 9 jours 7 jours
<1,4 mm B3 9h 7h 33 h 23 h 13 jours 9 jours
B4 11 h 7h 37 h 23 h ﬂ"o\}o\urs 9 jours
B5 12 h 7h 41h 24 h N 17 jours( 10 jours
B5a 16 h 10 h 54 h 24h /\ 2&&«@ 10 jours
B2a 21h 16 h 3 jours 2 jours \{9 jo\@ 22 jours
B3 27 h 17 h 4 jours &Lours \37\@9 23 jours
<2,0 mm B4 34 h 20 h 5 jours < \S\jg\qs\ )\(jours 28 jours
B5 40 h 25 h 6 jours \4\]@& \ jours 35 jours
B5a 48 h 40 h 8 jOU(S (‘ \S\LOLk\ 79 jours 56 jours
B2a 48 h 48 h 0 ks A7 j&f{ 79 jours 67 jours
B3 48 h U j?ﬂ«fé 79 jours 67 jours
<45mmh B4 48 h N__1jours 79 jours 67 jours
B5 48 h 10 jours 79 jours 67 jours
B5a 48 h 10 jours 79 jours 67 jours
Boitier BA 2-6 96 h Comme ci-dessus Non Comme ci-
>17 mm x 17 mm par épaisseur de applicable Hessus par
ou tout boitipr a boitier et niveau épaisseur de
puces empilées d’humidité boltier et niveau
(voir note R) /x d’humidité
NOTE 1 L¢gs Tableaux 2( 2(b S \\I%CMS a grille de connexion moulée du cas le plus défavprable. Il est
admis que deMd’étuvage si cela se justifie techniquement (par exemple données
d’absorption art d¢s cas, cela est applicable a d’autres CMS non hermétiques.
NOTE 2 1l A> 17 mm x 17 mm qui ne possedent pas de plans internes bloquant lle chemin de
diffusion de utilisent des temps d’étuvage fondés sur la partie épaisseur/niveau d/humidité du
tableau.
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Tableau 3 — Temps d’étuvage par défaut utilisés avant emballage avec dessiccant avec
exposition préalable aux conditions < 60 % HR (étuvage fournisseur: MET = 24 h)

Epaisseur du corps du Niveau Etuvage a 125 °C Etuvage a 150 °C
CMS

B2a 8 h 4 h
B3 16 h 8 h

<1,4 mm B4 21 h 10 h
B5 24 h 12 h
B5a 28 h 14 h
B2a 23 h 11h
B3 43h 2Th

<2,0mm B4 48 h h
B5 48 h 24
B5a 48 h /\ h
B2a 48 h 4
B3 48 h 24

<4,5mm B4 48 h 4
B5 48 h 24 h
Bb5a 48 h \ 24 h

NOTE |[Les temps d’étuvage spécifiés sont fondés sur les wc le plus défavorable et [sont des
conditigns pour un fournisseur et/ou un distributeur. Il est admis (qujil se pgodui e réaction d'oxydation. Les

fournisgeurs peuvent réduire le temps réel d’étuvage siTela s stifie “teshniquement (par exemple| données
d’absorption/de désorption, etc.).

6.2 |Post-exposition aux condition an%n:‘. usine

6.2.1 Décompte du t € e nyironnement non protégé
conditions ambiantes d’usine pendant une
e ou un emballage avec dessiccant n’ertraine
{fuse du décompte du temps de stockage en

, si les conditions de 6.2.3 sont satisfaites, le
environnement non protégé peut étre stoppé ou

Le faif de placer les

durée|supérieure a1 K
PAS nécessair
envirgnnement no

décompte du te

réinitialisé.

6.2.2

Les CM id : idité ayant été exposés uniquement a des conditions ambjantes
<60 % d’HR ‘erf ait été la durée peuvent étre séchés de maniéere satisfaisanfte par

un étyvage ahaute oy basse température conformément au Tableau 2 pour un étuvage|avant
refusipn ol au Tableau 3 pour un séchage avant emballage avec dessiccant.

6.2.3 Exposition de courfe durée
6.2.3.1 Considérations générales pour I’exposition de courte durée

Il est admis que les CMS précédemment secs ayant été exposés uniquement a des conditions
ambiantes ne dépassant pas 30 °C/60 % d’HR soient séchés de maniere appropriée par
dessiccation a température ambiante en utilisant un emballage avec dessiccant ou une
armoire seche. Si I'emballage avec dessiccant est utilisé et que I’exposition totale au
dessiccant ne dépasse pas 30 min, il est admis de réutiliser le dessiccant d’origine.

6.2.3.2 Niveaux B2 et B3 de sensibilité a I’humidité

Pour les niveaux B2 et B3 de sensibilité a ’'humidité avec exposition a un environnement non
protégé ne dépassant pas 12 h a 30 °C/60 % d’'HR, une durée de dessiccation minimale de 5x
le temps d’exposition est exigée pour sécher suffisamment les CMS, afin de réinitialiser le
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décompte du temps de stockage en environnement non protégé. A cet effet, on peut utiliser
un emballage avec dessiccant conforme a 5.3 ou une armoire séche qui soit capable de
maintenir une HR inférieure ou égale 10 %.

NOTE Pour les composants classés de niveaux B2, B2a ou B3 de sensibilit¢ a I'humidité, qui sont exposés
pendant une durée quelconque inférieure a leur temps déclaré de stockage en environnement non protégé, le fait
de les emballer avec un dessiccant ou de les placer dans une armoire seche maintenant une HR ne dépassant pas
10 % entrainera I'arrét/la pause du décompte du temps de stockage en environnement non protégé. Néanmoins, il
convient que le stockage en environnement non protégé cumulé remplisse les conditions du Tableau 4 et/ou du
Tableau C.2. Cela ne s’applique pas au niveau B4.

6.2.3.3 Niveaux B4, B5 et B5a de sensibilité a ’humidité

Pour |es niveaux B5 et Bb5a de sensibilite a 'humidite avec exposition g environnement

non pfotégé ne depassant pas 8 h a 30 °C/60 % d’'HR, une durée de des ccat| minimple de
10x I¢ exréinitialiser
le déc : ; t utiliser
un e i i : i~soi able de
maint

Une fpi isé, se
report

6.3

6.3.1

Sauf EeXPec dans des supports |haute
tempé peuvent étre étuvés dans les supports
a 125]|°C.

6.3.2 Supports basse

Il n’est pas admis
des tybes, des p
supports a des te
est efigée, les C
therm a

emple
ns les
drieure
bports

NOTE

NOTE P
5.3.2.2

orter a

6.3.3

Les §léments de conteneur en papier et plastique tels que les boites en cartop, les
emba Ingpc a bulles_ les nmhallngpq Inlaq’rinlupq, etc __se frouvant autour des supports,
doivent étre enlevés avant I’étuvage. Les bandes de caoutchouc autour des tubes et les liens
en plastique pour plateaux doivent également étre retirés avant I'’étuvage a haute température
(125 °C).

6.3.4 Temps d’étuvage

Le temps d’étuvage est décompté a partir du moment ou tous les CMS atteignent la
température spécifiée.

6.3.5 Protection contre les DES (décharges électrostatiques)

Il convient de respecter des précautions appropriées de manipulation pour les DES,
conformément aux normes nationales applicables relatives aux dispositifs sensibles aux DES.
Cela est particulierement important si des CMS sont manipulés manuellement par des
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crayons a vide dans des conditions de faible humidité, par exemple un environnement sec,
apres étuvage, etc.

6.3.6 Réutilisation des supports

Il convient de consulter la spécification appropriée couvrant les matériaux avant la
réutilisation des supports.

6.3.7 Limites de brasabilité

6.3.7.1 Risque d’oxydation

L’étuvage des CMS peut provoquer une oxydation et/ou une croissance /i métalliqu.‘e des
termirfaisons, qui, si elle est excessive peut donner lieu a des problénle ilité au
cours |[de I'assemblage des cartes. La température et le temps d’ etuvae S S de ce

fait, limités par des considérations de brasabilité. Sauf indication tra fournisseur, le
temps d’étuvage cumulé a une température comprise entre 90 ° ‘ ) i

pas a

6.3.7.

Il conyi rts de

7 ukili

71

Le défompte du temps ¢ ent non protégé démarre a I'ouvertiyire du
MBB. [Si un MBB e he sont pas utilisés au cours de la durée spegcifiée

de stgckage en : if'convient de suivre les procédures de I’Art|cle 6.
7.2

7.21

Il conpie : iNe sous emballage avec dessiccant pour trouver la date de
scellemé |tue sur Iethuette d’avertissement ou sur celle du code-barfes. Il
convig dcs pour s’assurer de I'absence de trous, de stries, de déchirures,

de pefforation ouvertures de tous types qui seraient susceptibles d’exposer soit les
contenus s6it'une tauche intérieure d’'un sac multicouche. Si on trouve des ouvertures, et que
la carje ndicatrice d’humidité (HIC) indique un dépassement de 'humidité maximale, glors il
convignt.d’étuver les pieces pendant 48 h a 125 °C ou d'utiliser les temps d’étuvage saturé du
Tableau 2.

7.2.2 Examen des composants

Les sacs intacts peuvent étre ouverts pour ’examen des composants en coupant la partie
supérieure du sac prés du scellement. Si les sacs sont ouverts dans des conditions
ambiantes d’usine, voir 6.2.3.

7.3 Stockage en environnement non protégé

Le stockage en environnement non protégé des CMS selon le Tableau 4 sera modifié par les
conditions environnementales si elles sont différentes de celles indiquées dans le tableau.
Voir 'Annexe C pour déterminer si le temps maximal admissible avant un nouvel étuvage
serait nécessaire. Si des lots partiels sont utilisés, les CMS restants doivent étre de nouveau
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scellés ou placés dans un emplacement de stockage sir dans I’heure qui suit 'ouverture du
sac (voir 7.4). Si I'on dépasse une durée d'exposition d’1 h, voir 6.2.

Tableau 4 — Niveau de classification de I’humidité
et stockage en environnement non protégé

Niveau Stockage en environnement non protégé (en dehors du sac)
aux conditions ambiantes d’usine
A1 ou B1 Illimité a <30 °C/85 % d’HR
B2 1 année a <30 °C/60 % d’HR
B24 /1' t\nmcinnh :‘: _'zn °r~’mn 0, d’HR
A2 168 h a <30 °C/70 % d’HR (
R , N
o 0,

B3 168 h a <30 °C/60 % d’HR /\< (\
B4 72 h a <30 °C/60 % d’HR \ x

B5 48 h a <30 °C/60 % d’HR /\ \ \

Bb5a 24 h a <30 °C/60 % d’HR \ \ \

B6 Etuvage obligatoire avant utilisation. Apr étmsk, oftétre refondu dans
I'intervalle de temps spécifié sur»@(ﬁ%ﬂﬁ

7.4 |Stockage en toute sécurité

7.41

«Stockage en toute sécurité» signifie ‘ s.sont maintenus dans des condlitions
d’humlidité maitrisées de sorte que le déco Nt non
protégé reste a zéro. Les Conditions¢ CMS

classgs du niveau B2 au niyea

7.4.2 Emballage a
Les QMS sous e:e\ﬁ

ent a
5.3, dpivent avoir s te de
scellement du sad figura
7.4.3
7.4.3.1
Il exidte des.'a t une

purge|avec de l'air'séc ou de 'azote a 25 °C = 5 °C. Il faut que ces armoires soient capables
de reyenira leurs caractéristiques d’humidité déclarées dans I’heure qui suit les écarts de
routine_tels que les auvertures/fermetures de parte

7.4.3.2 Armoire séche a 10 % d’HR

Les CMS non scellés dans un MBB peuvent étre placés dans une armoire a atmosphére
séche, maintenue a une HR qui n’est pas supérieure a 10 %. Il convient de ne pas considérer
ces armoires seches comme des MBB. Il convient de limiter le stockage des CMS dans ces
armoires séches a une durée maximale conforme aux Tableaux C.1 et C.2. Si le temps limite
est dépassé, il convient de les étuver conformément au Tableau 3, pour restaurer la durée de
stockage en environnement non protégeé.

7.4.3.3 Armoire séche a 5 % d’HR

Les CMS non scellés dans un MBB peuvent étre placés dans une armoire a atmosphére
séche, maintenue a une HR de 5 % au plus. Le stockage dans ces armoires séches peut étre
considéré comme équivalent au stockage dans un MBB avec temps de stockage illimité.
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7.4.3.4 Armoire séche a 30 % d’HR

Il est admis de placer les CMS de classe A2 non scellés dans un MBB dans une armoire a
atmosphére séche, maintenue a une HR de 30 % au plus. Le stockage dans ces armoires
seches peut étre considéré comme eéquivalent au stockage dans un MBB avec temps de
stockage illimité.

7.5 Refusion
7.51 Catégories de refusion

La refusion inclut une refusion d’assemblages en une passe et en plusieurs passes et une
fixation/un retrait unique de composant pour la reprise.

7.5.2 MBB ouvert

ce saf subissent tout le traitement de brasage par refusion,
durée| déclarée de stockage en environnement non proté
stockgs dans une armoire a atmosphére séche confor
stockage en environnement non protégé ou les conditigns
voir 76.3.

7.5.3 Températures de refusion exfrémes

valeur
ant la

Pendgnt la refusion, la température A
assignée, indiquée sur lI'étiquette d'Ave
refusipn influence directement la fiabilité du co

NOTE La température du cofps™qu cg S e tré s billes

NOTE P Certains procédés de_fixation a \ai g t a des
températures trés élexées.\Si cette\te kigé de
prendrg des préc Humi omaine
d’appligation de la présefite >cifi :

7.5.4 s des profils thermiques

Pendant la fefus i b de ne pas dépasser les paramétres supplémentairels des
profilg th i indiqué ris la CEIl 60749-30. Bien que la température du corps au|cours
de la |refusiom Soit etre le plus critique, d'autres parametres de profils tels que le
tempsg d'expesi des températures chaudes et les vitesses d'échauffement pguvent

a fiabilité du composant.

7.5.5 Passes multiples de refusion

Si I'on pratique plusieurs passes de refusion, on doit s’assurer qu'aucun CMS sensible a
I'humidité, qu'il soit monté ou non, ne dépasse son temps de stockage en environnement non
protégé avant la passe finale. Si un composant sur la carte a dépassé son temps de stockage
en environnement non protégée, il est nécessaire d'étuver la carte avant la refusion suivante. Il
convient de prendre en référence I’Annexe B pour I'étuvage des cartes équipées.

NOTE 1 Le décompte pour le temps de stockage en environnement non protégé n'est PAS réinitialisé par une
refusion ou un procédé de reprise.

NOTE 2 Pour les boftiers a cavités dans lesquels de I’eau peut étre piégée, des procédés de nettoyage a I'eau
aprés la premiére refusion peuvent constituer une source supplémentaire d’humidité. Cela peut présenter un risque
supplémentaire qu’il convient d’évaluer.
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